[image: image1.png]TOP



莱普科技                                         市场部管理文件2022版


2024年市场需求表（微加工）

编号： 001  

	需求单位
	广东芯成汉奇半导体技术有限公司
	片区
	华南片区

	设备类型
	晶圆打标机
	设备型号
	WLP30P-15MS

	需求数量
	1台
	合同日期
	12月30日

	合同号
	
	交货时间
	4月30日

	发货地址
	惠州佰维
	包装箱
	无

	用途及联系人
	孙燕15899505041

	样  品
	先进封装晶圆打标

	配置要求
	用途：基板打标
主要配置：

名称

数量

产地/品牌

规格/说明

激光器

1套

SP
紫外
平台
1套
LASTOP
定制
振镜
1套

Scanlab
机架
1套

自研

防护外罩


	备品、备件或赠品
	激光防护镜一副/台，专用工具一套/台。

	工装要求
	

	其他
	

	销售工程师
	王伟东
	日期
	2024/12/18

	市 场 部
	
	日期
	

	生产技术部
	
	日期
	

	分管领导
	
	日期
	


注：定制设备需求表务必提供《技术协议/产品规格书》或合同评审意见表等文件。
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